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モデルを使用した設計スタイルの
フロントローディング化

（株）デンソー 市川 浩司
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実装設計(EMC)における課題

LSIのEMC性能を考慮して基板(下流)設計を実施

どう考慮する？、どう設計する？
LSIのEMC性能：実測値？、解析モデル？
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実装設計 現状

構想設計 詳細設計 評価 製品

構想設計 詳細設計 評価 製品

確認済の精度良いモデル

実測値

IC試作後の評価データを基板設計に反映：開発期間大
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製品

実装設計 改善

構想設計 詳細設計 評価 製品

未確認の予想モデル

構想設計 詳細設計 評価 製品

確認済の精度良いモデル

ICの設計データでEMC性能を予測：
機器開発の過程で精度良いモデルに置き換えて設計
開発確度が向上
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製品製品

実装設計 さらなる改善

構想設計 詳細設計 評価 製品

モデル？

構想設計 詳細設計 評価 製品

未確認の予想モデル 確認済の精度良いモデル

IC/機器の構想段階でEMCリスクを抽出：
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実装(EMC)設計のトレードオフ
6

構想設計 詳細設計 評価 製品

回路図

AW図

評価結果

分析結果

AW修正 回路修正

部品追加

評価工数

抽象的な情報で
構想設計を実現する

端子配列

配置位置

部品要否

機能

必要性能
配線方針

対策検討
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仕様モデル
設計目標モデル

設計モデル
性能検証
モデル

使用目的 構想 設計 検証

ﾉｲｽﾞ源 BISSクラス
IEC62433 設計結果で

モデリング

CPM,IBIS
IEC62433

設計/評価結果
でモデリング

CPM,IBIS
IEC62433

内部ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ 設計狙い値

耐性 BISSクラス
IEC62433

半導体EMCモデル

設計フェーズに応じて
モデルを入れ替え
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構想：半導体EMC(仕様,設計目標)モデル

i Z

IC/PKGインピーダンス
ノイズ源大きさ BISS EMIレベル

ノイズ源
端子位置

例えば、PKGと端子位置を仮設定すれば適当なモデルは準備可能
このモデルを用いて機器設計を進める、半導体はこれを目指して開発を進める。

EMIモデル
BISSスペック 150Ω法（IEC 61967-4）
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構想：半導体EMC(仕様,設計目標)モデル

Z

IC/PKGインピーダンス
誤動作レベル BISS EMSレベル

ノイズ耐性
必要端子位置

v

EMSモデル
BISSスペック DPI法（IEC 62132-4）
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実装(EMC)のための構想設計
10

抽象的な情報で
構想設計を実現する

構想設計 詳細設計 評価 製品

回路図

AW図

評価結果

分析結果

AW修正 回路修正

部品追加

評価工数

端子配列

配置位置

部品要否

機能

必要性能
配線方針

対策検討
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構想：実装(EMC)のための構想設計

構想設計：
PCB ICの実装位置/向き、配線方針、
IC 端子配列

ICの電源-GND端子位置の
EMCリスクを抽出
構想モデルで解析
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構想：実装(EMC)のための構想設計

PCB AW 近傍磁界評価結果 シミュレーション結果
L1層 L2層

IC

IC
IC

IC

IC

IC

当初案

検討結果

電源回路
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設計 実装(EMC他)のための設計検討

Ｖｉｎ

ＧＮＤ

ＬＣｉｎ ＧＮＤ

Ｖｏｕｔ

Ｃｏｕｔ

EMC

PI,SI

SI
回路、熱

IC

PCB

設計検討：
電源回路設計
電源熱設計
EMC、SI、PI
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実装(EMC他)設計のための連携

性能 要素

ソフトウェア、筐体

SI:Signal Integrity

PI:Power Integrity

熱特性
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各要件を構想段階から調整

ｼｽﾃﾑ検討

機能設計

熱設計

EMC 設計

構造設計

筐体設計

IC 設計

仕様モデル 設計モデル 設計検証モデル

モデルの差替え モデルの差替え

解析現象/内容
解析対象/範囲
解析用モデル

解析 解析 解析

実装設計
EMC対策


